IEC 63563-10:2025-02(en-fr)

IEC

®
®

IEC 63563-10

INTERNATIONAL
STANDARD

NORME
INTERNATIONALE

Edition 1.0 2025-02

Qi Specification version 2.0 —
Part 10: MPP System Specification

Spécification Qi version 2.0 —
Partie 10: Spécification du systéme MPP

ICS 29.240.99, 35.240.99

ISBN 978-2-8327-0183-6



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2025 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or
by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either
IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright
or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local
IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans I'accord écrit de I''EC ou du Comité national de I'lEC du pays du demandeur. Si vous avez des
questions sur le copyright de I'lEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez
les coordonnées ci-apres ou contactez le Comité national de I''EC de votre pays de résidence.

IEC Secretariat

3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC
The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes
International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications
The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the
latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search -
webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a
variety of criteria (reference number, text, technical
committee, ...). It also gives information on projects,
replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Stay up to date on all new IEC publications. Just Published
details all new publications released. Available online and
once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or
need further assistance, please contact the Customer
Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de I'lEC

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch
Discover our powerful search engine and read freely all the
publications previews, graphical symbols and the glossary.
With a subscription you will always have access to up to date
content tailored to your needs.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary on electrotechnology,
containing more than 22 500 terminological entries in English
and French, with equivalent terms in 25 additional languages.
Also known as the International Electrotechnical Vocabulary
(IEV) online.

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la premiére organisation mondiale qui élabore et publie des
Normes internationales pour tout ce qui a trait a I'électricité, a I'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez I'édition la
plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -
webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications
IEC en utilisant différents critéres (numéro de référence,
texte, comité d'études, ...). Elle donne aussi des
informations sur les projets et les publications remplacées
ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just
Published détaille les nouvelles publications parues.
Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette
publication ou si vous avez des questions contactez-
nous: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch
Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez
gratuitement tous les apergus des publications, symboles
graphiques et le glossaire. Avec un abonnement, vous aurez
toujours accés a un contenu a jour adapté a vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au
monde, avec plus de 22 500 articles terminologiques en
anglais et en frangais, ainsi que les termes équivalents
dans 25 langues additionnelles. Egalement appelé
Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.




IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025 -3-

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

The structure and editorial rules used in this publication reflect the practice of the organization
which submitted it.

This document was developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC
Directives, IEC Supplement available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main
document types developed by IEC are described in greater detail at www.iec.ch/publications.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e withdrawn, or

e revised.


https://www.iec.ch/members_experts/refdocs
https://www.iec.ch/publications
https://webstore.iec.ch/?ref=menu

-4 - IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025

q" WIRELESS POWER

CONSORTIUM

Qi Specification

MPP System Specification

Version 2.0
April 2023



IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025

DISCLAIMER

The information contained herein is believed to be accurate as of the date of publication,
but is provided “as is” and may contain errors. The Wireless Power Consortium makes no
warranty, express or implied, with respect to this document and its contents, including any
warranty of title, ownership, merchantability, or fitness for a particular use or purpose.
Neither the Wireless Power Consortium, nor any member of the Wireless Power
Consortium will be liable for errors in this document or for any damages, including indirect
or consequential, from use of or reliance on the accuracy of this document. For any further
explanation of the contents of this document, or in case of any perceived inconsistency or ambiguity

of interpretation, contact: info@wirelesspowerconsortium.com.

RELEASE HISTORY

Specification Version

Release Date

Description

2.0

April 2023

First release of this v2.0 specification.




-6- IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025

Table of Contents

Table Of CONEENLS . ..ccciiiiiireriiiiisrnniecssssaniicssssassscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssas 2
LISt Of FIGUI'ES ceceriiiiinniiiinicnnriiciiinnnnicssssnsrncssssnssnessssssesssssssssnsssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 6
LSt OF TADIES ccceeerrrrrnnneriieccisssssssnnnneneeccsssssssnnsssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 9
1 General DesCriPtion......eeiicceiiccccssnnicssssnricssssssssecssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssses 10
1.1 Introduction 10
1.1.1 S COP ettt s h et b e Rt bt a bt a e bt e bttt b bt e h et e bt et e e bt e a b e nh e st e bt e bt e bt ebee b e nae 10
1.1.2 DOCUMENE OTZANIZALION ...cuveeuveutieuieteeeterteestetesttetesseentesteentesseensessesssesesseessesseessesseensesseensesseensensesssesesseensesseensesseenses 10
1.1.3 DIESIGN ZOALS....eieientietieie ettt ettt ettt sttt ettt ettt et e et e bt et et e e st e bt e a e et e eae et e eheen b e et e ente bt ent et e seeenbeeneenbenreens 10
1.1.4  BPP and MPP Interoperability .........ccoceeierieieieiieiirieieieteeteetetete et ettt ste st e eseesessesseseeseeseesessessenseseeseesesensensens 12
1.1.5 Related AOCUMEIES ........oueiuiiiiitiiet ettt ettt b ettt et be ettt ese et s b e et neeaeeben 12
1.2 Architectural overview 13
1.2.1 System Description
1.2.2 System BIOCK QIAZIAIMS .. .euiieiieiietiitiiee ettt ettt ettt b ettt et e e st b e et e s et e st ese e bt ebesbenseneeseebeeaeabeeeneeneaneas 14
1.3  Glossary 16
1.3.1 DIETIIIEIONS. ...ttt ettt bttt e b bt sttt ea e bbbttt s e at et h et a ettt et nben 16
1.3.2 F N (0] 11 11 LTSRS PO UUPUURRUPRRPRROt 17
T.3.3 SYIMDOIS ettt ettt ettt et b et a et he b et eneeae s e b e b e b e st e st ese ek e b e b entesteseeneebe s enseneeneeseern 17
1.4 System Model vs Spec 18
2 Authentication ProtoCol.....eeeeeiiccicciicssssnnneiiccccssssssssnnseresscsssssssssssssssssssssssssssssssssssses 19
2.1 Authentication 19
3 COIl DESIGN cccceiiinnnnriiisisnnricnsisnnnecsssnsnecssssssrnssssssssnecssssssasssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssss 20
3.1 Introduction and Background 20
3.2 PTx Coil System Model 20
321 Mechanical CONSIIUCTION ......cc.eruirtiieieiietirie ettt ettt ettt ettt st ettt ettt b et eaeea e e b e e et et eaeeutetesaesaeneeneeuens 20
322 EICCHICAl PrOPEITIES ...cueiueeuieiietiititeieiiet ettt ettt ettt bt e e s e st ee e et e b et e st es e eb e st e b e e e e eneebeebeebebeneeneeseanens 31
33 PRx Coil System Model 33
3.3.1 Mechanical Construction
3.3.2  EILCCHICAl PIOPETLICS .. .eeueieienieiiieiietieiie ettt ettt sttt ettt sttt et e et esae et e e st entesbe e st e bt este s e entensesaeensesseensenseensenseenean



IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025 -7-

34
3.4.1

3.5
35.1
352

4.1

4.1.1
41.2
4.1.3

42
4.2.1

43
43.1

4.4
44.1
44.2
45

4.5.1
452
4.6

4.6.1
4.6.2

4.7
4.7.1
472

4.8
4.8.1

4.9

49.1
492
493
494

4.10
4.10.1

Power Delivery

Properties of Mated Coil System Models

43

Electrical measurement under mated CONAItiONS ...........cc.eeeevvveiieiveeeeiieeeeieeeeeeeeeeereeeenns

Coil Specifications

......................................... 43

44

PRX COil SPECITICAtIONS ....eeviviiiieieiieiieteeeete ettt ene
PTX Coil SPECIfiCAtiONS. .....c.eiuiruiieieietietisieiee ettt ene

......................................... 44
......................................... 50

57

Power Profiles (BPP + MPP)

SPECTIICALIONS ...ttt ettt ettt te st et ettt e sbe et esbeest e beentenbeeseeneesseeneensesnnenseenean
ReECOMMENAATIONS .......oocviiieieietieeie ettt e ettt e e ete et e e e ereeeaveeereeeeeeeaeeeneeennes

SPECIICALION INOLES ...c.veeieiiieiieie ittt ettt ettt ettt et e et e e sseebesaeenaesseeneas

Power Receiver Functional Block Diagram

......................................... 57
......................................... 57
......................................... 57

58

SYSEEM MOAEL ...ttt ettt ettt sttt sbe et e b ena e beenean

Power Transmitter Functional Block Diagram

SYSEM MOGCL ...ttt sttt ne e

Operating Frequency

......................................... 58

65

......................................... 65

68

SYSEEM MOAEL ...ttt ettt et sttt et sbe e b enaenseenean

SPECTIICALIONS ..ttt ettt ettt ettt et ettt e bt e e beest e teestenbeeseentesseeneenaeennenseenean

......................................... 68
......................................... 68

68

Object Detection

SYSEM MOGCL ...ttt sttt sttt ne e ee

SPECITICALIONS ...ttt ettt ettt sttt e et st e s e eneeneseenee

Digital Pings 128kHz/360kHz

......................................... 68
......................................... 69

69

Need For Digital Pings 128kHz / 360KHZ........c..ccoccovvininininiiieininencncecccecsceee

SPECTIICALIONS ...ttt sttt ettt ettt ettt st ettt et e st e et esbe e st esbeeseenbesteentesseensensesnnenseenean

K Estimation

......................................... 69
......................................... 76

78

SYSEEM MOAEL ...ttt sttt et sttt et sbe et e b enaenseenean

SPECITICALIONS ...ttt ettt ettt sttt s et st e b e eneenesee e

Output Impedance and Load Transients

......................................... 78
......................................... 82

83

SYSEM MOGCL ...ttt sttt ne e

Set Pr_max

......................................... 83

86

Back@rOUNd....c..ooviiiiiiiiiiiiic ettt
SYSEEM MOAEL ...ttt ettt et sttt et sbe et e saeena e beenean
PTX SPECITICALIONS ....eueiieiieiiititee ettt ettt ene

PTX SPecifiCation NOLES. .......coerviieuieiririirteieteiteterte ettt sttt

Power Transfer Control

......................................... 86
......................................... 86
......................................... 92
......................................... 92

92

Intro and Background (Informative) ...........coccoerveieiiinininieicinneeeeeeecee e



-8- IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025

4.10.2  SYSLEIM IMOAEL ...ttt ettt ettt b et et s st bt e b e bt n e Rt bt h e b et et e st st bt ke b et et eneeneete e 92
4.10.3  End-to-End Control SPECIfICAtiONS ..........ccueiiiitiriiiieieieiieteeteeieie ettt ese ettt se st te b et e ese e st eeeebenaeneenis 98
411 Mitigation of Side Effects of Cd at MPP Frequency 101
41101 SYSLEM MOGCL ...ttt e b et b ettt be ettt h bt a ettt ebe e 101
4112 SPECIHIICALIONS ...ttt ettt ettt et et e s et e eb e et e b et emees e ese e e e et en s ensem e eseeheete s eneeneeseebeabenseneeneeneeseanens 104
412 Cloak 104
4.13 Common-mode Noise 104
Communications Physical LAaYer .......ciiiiiiineiiciisnniicssisnnicssssnnecsssssssnecsssnssescnne 105
5.1 Introduction 105
52  Frequency Shift Keying (PTx to PRx) 105
5.2.1 SYSEEIM IMOAEL ...ttt ettt ettt et et e s et e e et e e st e s bt e st e b e estenbeeseenbesseensesseentanseeneenseeneansesseens 106
522  Frequency Shift Keying SPeCIfICAtIONS ........ccueieuiriirieieieietiete ettt ettt ettt sre s seeseeteesesbesseneeseeseeseesensens 108
53 Amplitude Shift Keying (PRx to PTx) 109
53.1 MOAUIALION SCREIIIE «.....c.eiiiiiiiit ettt ettt sttt et et b e sttt st ettt eae e 109
532 SYSIEM MOAEL ...ttt h ettt a bbbt n e a et e b et et neeh e bt te e e et s e anenten 110
5.3.3 ASK SPECIICALIONS .....vevveuieeieiietiititeieit et eteete st esteteeseetestessesteseessesesessesseseeseeseesensessessaseesessessenseseeseesassessenseseeseasas 115
Foreign Object DeteCtion ........uiiiciiiceriicsisnniicssssnnrncssssnssnscsssssrscssssssscsssssssssssssssnes 117
6.1 Background 117
6.2 Open-air Q-Test (pre-power transfer FOD method) 117
6.2.1 INEEOAUCTION ...ttt ettt sttt b e bt b et s et ae bt s bbbt bt ebe s bt et e e eseenteneebeneen 117
6.2.2  MOVEIMENLE TIIMCT. c...coveuiieiiiitinirteiinteiere ettt ettt ettt b et eb et b et bbbt e eb et b st s e b e s e bt et eaesa bt s ebeneesenn 120
6.2.3 SEUIINE TIIMIET ...ttt ettt ettt ettt e st s et e e b et e e e s e es e eb e e b et e e e st es e e st et e b e e eneeseebesbenbeneeneeneaseanens 120
LI S € 1 (41T o OSSOSO 120
6.2.5  Open-air Q-Test SPECITICALIONS ... eiuiteuieeietietietetet ettt ettt ettt b et e e et e st e b e s be b e e eneeseebeebessenseneene 120
6.2.6  Theory Of OPEIAtiON........ccveieiiiiiieieieeieteete ettt ettt eteete b et e st eseeseebessessesteseeseesessessessesaeseesessensesseseeseesesenseneensesenns 121
6.2.7  PRx movement and digital PINE ........coerueieiriiiiieeiete ettt ettt ettt sttt n et b et beneene 125
6.3  MPP Power Loss Accounting (in-power transfer FOD method) 126
6.3.1 INEEOAUCTION ...ttt ettt ettt et b e bt b ettt b e eb e s bbb e bt ebe s bttt e st enteaeebeneen 126
0.3.2  MPLA SPECIICALIONS .....viuvtinieeiietcierietit ettt ettt ettt sttt b et a bbbt e bt s b e et et sn st sebe e enens 127
6.3.3  MPLA EQUATIONS. c...cteuiietiietiaieteieet ettt ettt ettt sttt et be et e st e bt ek et e b e st et eb e st eb et b e st et bbb et ene et bt b et etenen 130
6.3.4  ECO-SYSEIM SCAIING ....oveitiiiieiieieitieteeteet ettt ettt sttt e e st e e e bt e et et e e st enbeeaeenbesseense bt ensesseeneenseeneensesseensenseenes 131
6.3.5  Process of Extracting LQK-Dependent COSffICIENtS. ..........cciiiririeiieiiiiisieieecei et 133
6.3.6  FO power estimation error outside 2X2 CYINACT ......c..eveuiiiiiiiieieieieere ettt 134
6.3.7  FO Detection TRICSNOLAS .......c.erveiiiiieirieiiieteee ettt ettt sttt ettt eb e ene e nnes 135
6.3.8  IN-POWET FOD ACHON ...c..cuiiiiiiiititiiiicie ettt sttt ettt e bt et eae bt st b e aennenene 138



IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025 -9-

6.3.9  Accessory POWer LOSS REQUITEIMENLS ........c.coeiriirierieieiieiietesieiesieteeteeteseteseeseeseesesessenseseesesseesensessessesessessesensens 140
6.3.T0  EITOT BUAZEL ...ttt ettt h ettt e st e bt bt s b e s et e st es e et e e b et e s em e en e ebeebesbenseneeneeneaeeaee 140
6.3.11T  MEASUIINE COTL CUITEIT ....eueetiitiititetei et ettt ettt ettt e s et e b e st e e s ese e bt et e beneeneeseebe s e e b et eneeneebeabensenseneeneeneane 147
7 ATINCX cuuneeiersnnnccsnnecsssnecssssnesssnesssssecsssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssassssssssssssnsssssasssssascssss 1 49
7.1 PTx Working with Legacy PRx 149
7.1.1 BaCKEIOUNG ..ottt ettt sttt b et s b e bt bt s bttt s bt et e bt et bt beeee 149
7.2 Mitigation of Saturation for BPP 149
721 SYSEIM IMOTCL ...ttt ettt b e bt ettt b e s bbbt eae bbbttt ebe e 149
722 SHO SPECITICATIONS ...ttt ettt ettt sttt a et b e et et e st e st es e et e eb e s en e eseeseeseebe s enseneeseabeabenbeneeneaneanens 153
73 Loss-Split Modeling: A framework for calculating localized eddy-current losses ......... 153
7.3.1 INEEOAUCTION ...ttt et a e s e e n e ne e eeneenesean 153
7.3.2  Comparison between the standard T-Model and Loss-Split Model ...........cccoeiiiiieiniiiiiineeeceeeeeeeeee 155
7.3.3  Determining the Loss-Split Model PATAMELETS ...........cc.ecieirriiiirieieieietieienieieteie ettt sttt esee e esessesseseeseeseeseesensens 156
7.3.4  Calculating Power Loss using Loss-Split MOAE] ........ccocciiiiiiiiiieieieee e 157
7.3.5 L0SS-Split MOAE] ValIdAtION .....cueeuieiieiieieeiieieetieie ettt ettt ettt sttt e e st e e st esbe e st esbesseenseeseenbesseensenseennanee 158
7.4 Resistive Coupling Factor 158
7.4.1 INEEOAUCTION ...ttt st a e st a e e n e s e e ae e eeneeneeeas 158
7.4.2  Definition of Mutual Resistance and KI.........c.cccivuiiiieiniiininiiinciieieincteeeeeeeeee et enes 158
7.4.3 Cause 0f MULUAL RESISTANCE .......couertiiiiieiiiiiiterietctet ettt sttt sttt ettt sa e b eaes 159

744  Why is Kr nON-NEZIGIDIE......cciiiiiiiiieie ettt b ettt e b b et et e st eseebesbense s enene 161



-10 - IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025

List of Figures

Figure 2.1.3 : 1 Multipole magnet design that tightly couples strong permanent magnetic fields within the region of the

INAZNEE AITAY . «eueveeruteeeureerreeeiteertteeteesteesuteesteeeabeesabeesateesabeeaaseesabeeeaseesabeeeabeeeabeeeabeesabeeeabeesabeeeabeesabaeembeesabeeeabeesabeeebeesabeeenseeeanee 11
Figure 2.1.3 : 2 Accurate magnetic alignment within a 2mm radius (without case and with silicone case) ............ccocceveeneene. 11
Figure 2.2.2 : 3 System BlOCK dIQZIAm . .....oc.eiiuiiiiiiiiieie ettt ettt et e b e s b e sb e bt et et st e saeenaeeneeenee 15
Figure 2.2.2 : 4 MPP PTX functional diagramm . .........coouiiiiiiiiieieieee ettt ettt et ettt e st e s b e beebeeaeeaeesaee e 15
Figure 2.2.2 : 5 MPP accessory functional diagram (e.g., PRx case, wallet, automative dash-mount) . ...........cc.cceveeevirnrnnne 15
Figure 2.2.2 : 6 MPP PRX functional dia@ram . .........cooiiiiiiiiiiiee ettt ettt et st sbe e b be e e ee e ae 16
Figure 4.2.1.1 : 7 Exploded view of PTxX coil System MOdel . .......cceoiuiiiiiiiiiiiieiet et 20
Figure 4.2.1.3 : 8 Exploded view of the Coil Module for the PTx Coil System Model .........cccccooiiiiiiiniiniiiiieeeceeee 21
Figure 4.2.1.3 : 9 Side view 0f PTX COil MOQUIE . ....oouiiiiiiieieie ettt ettt st sae e et eae 22
Figure 4.2.1.3 : 10 Top VIEW OF PTX FEITILE . ..e.ueiitiiiieiieie ettt ettt e et et setesaeesaeesbeeaeeneeeneeene 22
Figure 4.2.1.4 : 11 MagNet ATTAY TOP VIEW ...eeiuiiiiiiitieieeteeeteetteette it e bt eteeetesseesaeesae e ae e bt emeeeseeeseeabeenbeenbeenbeamtesaeesaeesseenaeenseeneeans 24
Figure 4.2.1.5 : 12 Magnet assembly (CTOSS=SECTION) .......eeutieuiirtieitieitieieeieeite st st ettt e te et e et e st eebee bt enteeseesmeesaeesbeenaeeneeeneeens 26
Figure 4.2.1.6 : 13 Side view of BOttom ENCIOSUIE . ......ocuiiiiiiiiieiieeee ettt st 27
Figure 4.2.1.8 : 14 Side view of PTx coil system model asSemDBLY ........cceoiiiiiiiiiiiiei et 29
Figure 4.2.1.9.1 : 15 Transmitter orientation magnets (TOP VIEW) . .o.eeiuiiiiiiiiiiiieeet ettt 30
Figure 4.2.1.9.1 : 16 Transmitter Orientation Magnet Dimensions and Polarity ............ccccooiriiiiiniiniieiiee e 31
Figure 4.3.1.1 : 17 Exploded view of PRX coil System mModel . .........cccooiiiiiiiiiiiiiitee ettt 34
Figure 4.3.1.4 : 18 Exploded view of the coil module for the PRx coil system model ...........cccooiiiiiiiiiiiiiii e 35
Figure 4.3.1.4 : 19 Cross-section of the coil module for the PRx coil system model . ..........cccoceiiiiiiiiiiiiniiieeecee 36
Figure 4.3.1.4 : 20 Cross-sectional view of coil for the PRx coil system model . ...........coccooiiriiiiiiieiiee e 36
Figure 4.3.1.4 : 21 Top view of PRX COil SYStem MOdel ..........ocoieiiiiiiiiiiiie ettt st ene 37
Figure 4.3.1.5 : 22 Magnet of the PRx coil system model (t0P VIEW) . ....eouiiiiiiiiiiieit et 40
Figure 4.3.1.5 : 23 Magnet of the PRx coil system model (SIde VIEW) . .....c.oooiiiiiiiiiieiieieee et 40
Figure 4.3.1.5 : 24 Magnetic field of the PRX coil system model ..........ccoooiiiiiiiiiiiie e 41
Figure 4.3.1.5 : 25 Orientation magnet of the PRx coil system model (Side VIEW) . .....ccocuiriiriirieieieeee e 41
Figure 4.3.1.7 : 26 Cross-sectional view showing assembly of PRx coil system model . ..........cccceoieiiniiniiiiiececee e 41

Figure 5.1.3.1 : 27 MPP minimum power delivery requirement shall be P1 > I5W for Omm < z < 2mm, Omm <r <2mm ....57

Figure 5.1.3.1 : 28 An MPP PTx shall be able to deliver P1 > 5W to an BPP system model PRx for 0Omm <z < 3mm, Omm <r

SUBMMITL ittt ettt et et e a e bt et e bt e et ea et e ae e s ae e bt et eat e et e at e eh e bt e bt et e et eaa e she e sh e e bt e atean e eateeanesbeebeenn 58
Figure 5.1.3.1 : 29 Cross section view of the system model indicating the "Z" gap . ......cccoevveviieiiieiieieeeeeeee e 58
Figure 5.2.1.1 : 30 System model PRx circuit topology (with BPP and MPP compatibility) ..........cccecuevieriienienienierieneeene, 59
Figure 5.2.1.3.1 : 31 Cantilever EQUIVAIENT CITCUIL . ....cevuieriieriieiieiesiesiesieesteetestesetestesaeeseesseessessaensaenseessesnsesssesssesseesseensennes 60
Figure 5.2.1.3.2.1 : 32 Efficiency vs Crx: sweep of Crx at the maximum coupling position in the system model shows that
efficiency is low when Crx < 300nF (SYStem 1S CAPACITIVE) . ...eeuvieuiiruiiiiieitieieeie ettt ettt ettt et ettt s aee e e saeeee e 62
Figure 5.2.1.3.2.1 : 33 Bode plot of Zin(s) at maximum coupling location with two different Crx values. With Crx=60nF, the

system impedance is capacitive, Which 1S UNAESITADIEC. .........ccecciiiiirieriieii ettt et e esaestaesseeseessesnsesnnas 63



IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025 -11-

Figure 5.2.1.3.2.1 : 34 Bode plot of G(s) at maximum coupling location with two different Crx values. Crx=710nF has
~1.4dB higher gain than CrX=00NF. . ...........ccerieiieiieiieieeiereee et ste st ettt e et e staessaesseesseesseessesssesseesseenseenseansenssesssenseans 63
Figure 5.2.1.5 : 35 System model PRX VIect/ITeCt PrOfIle ........coevueiiiiiiiiiiiiiinieicctccce ettt 65
Figure 5.3.1 : 36 PTx power stage block diagram . .......cc.couiiiiriiiiniiiiieeiere sttt ettt sttt 66
Figure 5.3.1.1 : 37 Definition of INVErter PRase 0 ........cccooiiiiiiiiiiiiiie ettt sttt 66
Figure 5.6.1 : 38 MPP Power Negotiation FIOW ........cccccuiriiiiiiiiiiiieieeene sttt sttt ettt 70
Figure 5.6.1 : 39 TOP-18VE] QIAZIAM . ....oocuviiiieiieiieic ettt ettt et e s e s e s st et e e st esbeesbessaessaesaenseensesnsesseesseenseenns 72
Figure 5.6.1 : 40 Digital PING FIOWCRATL . ....co.viiiiiiiiiiiiiiieee ettt sttt 73
Figure 5.6.1 : 41 Identification 128KHZ FIOWCRAIL ......c..coceiiiiiiiiiiiiieieice ettt s 74
Figure 5.6.1 : 42 Identification 360KHZ FIOWCRAIL .........cccceiiiiiiiniiiiiiiieeeee ettt bbb 75
Figure 5.6.1 : 43 Configuration FIOWCRATT . .....c..ccoiiiiiiiiiieee ettt sttt s ebe e 76
Figure 5.7.1.2.1 : 44 EO and E1 Fit EXQMIPIE ...c..ooueiiiiiiiiiiiieiee ettt sttt s 80
Figure 5.7.1.2.1 : 45 Kest EO and E1 EXtraction FIOW . ......cc.coiiiiiiiiiiiiieee et 80
Figure 5.7.1.4 : 46 Example PTX/PRX Kest Error StaCK-UP . ....cccoiiiiiiiiiiieierieeeeeee ettt 82
Figure 5.8.1.1 : 47 Typical Output Impedance PIot (VIECt VS ITECT) ..c.eeueruiiieiiiniinieriiiiieieeiteiee ettt 84
Figure 5.8.1.2.1 : 48 Vrect timing diagram during load step procedure in the system model . ..........ccceeevivcierierieeneeneeieeee 85
Figure 5.8.1.2.2 : 49 Vrect timing diagram during load dump procedure in the system model ...........cccceveiivieriinieneeieenns 85
Figure 5.9.2.3.1 : 50 Set Pr_max OVETall FIOW . ....ccooiiiiiiiiii ettt ettt 88
Figure 5.9.2.3.1 : 51 EXample Time SEQUEICE . .....ccuveriiiiieiieieeiiesieeteeteetesitestee e e st esteessesssessaesseessaessesssesssesssesseesseessesssenssenns 89
Figure 5.9.2.3.2 : 52 Gain Measurement FIOW . .....c..cooiiiiiiiiiiit ettt st 90
Figure 5.9.2.3.3 : 53 Set initial Vrect target and Pr_max based on GL1*G2 ......cccccoeoiiiiiiiiiinienieieeete e 91
Figure 5.9.2.3.3 1 54 Pr_max VS GIHG2 . .ottt b e st b et ea et et et sb e bt sbeebeene s 91
Figure 5.10.2.2.1 : 55 Tx Voltage Control FIOW CRArt ..........cccoiiiiiiiiiieieee ettt st 95
Figure 5.10.2.3.3 : 56 I1im cONtrol dia@ram . ..........coeeiiieiiiieniieieet ettt ettt b ettt et et sbeebesbeeaeeneenean 97
Figure 5.11.1.0.1 : 57 Vrect vs inverter phase at light 10ad . .........ccooiiiiiiiiiiiiee et 101
Figure 5.11.1.0.1 : 58 Output impedance with 50 and 120 degrees inVerter Phase ...........cccceverererenieienieniesese e 102
Figure 5.11.1.0.2 : 59 Gain (Vrect/Vin) with and Without Cd . ..........coooviiiiiiiiiiciieecece e 102
Figure 5.11.1.0.2 : 60 Load release from 7W to OW, with and without Cd, and with mitigations implemented in the system
10T 16 [ TSRS 103
Figure 5.11.1.0.3 : 61 ZVS state with and without Cd, and with mitigations implemented in the system model . ................. 103
Figure 6.1 : 62 MPP Comms Physical System MOdel . ........cocuoiiiiiiiiiiiiii et ettt s 105
Figure 6.2.1.1 : 63 System Model for FSK TranSmitter . .........coouerieriiriiiiiie ettt st s nee et et seeeseeens 106
Figure 6.2.1.2 : 64 System Model for FSK RECEIVET .......cocuiiiiiiiiieiieieee ettt et et 107
Figure 6.2.1.2 : 65 Sample Waveform: Digital Ping 360 kHz AC2 node vOItage . .........cccoeoueiieiieiiiniiie e 108
Figure 6.3.1 : 66 (a) Primary Resonant Capacitor Amplitude and (b) Primary Resonant Capacitor Phase Shift . .................. 110
Figure 6.3.2.1 : 67 System Model for ASK Modulator at 128 KHZ . .......coceiiiiiiiiiiieee e 111
Figure 6.3.2.1 : 68 System Model for ASK Modulator at 360 KHZ . ........ccoooiiiiiiiiieeeeeeeeee e 112
Figure 6.3.2.1 : 69 Representative Waveforms for ASK Modulator at 360 KHZ . ..........cocoiiiiiiiiiiiic e 112
Figure 6.3.2.2 : 70 System Model for ASK RECEIVEL . .....oeuiiiiiiiiieiiee ettt sttt ene s 113

Figure 6.3.2.3 : 71 ASK Modulation Trends for (a) DC Load Current and (b) Capacitor Modulation . ..........cccccoeceevieneennen. 114



-12- IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025

Figure 7.2.1 : 72 Detection Capability V.S. Thermal ReqUIr€mMEnts . ........c.ccccuveriuieiiiieeiiieiiieecieeseeeieesieeeieesveeeveesaeeeaee e 118
Figure 7.2.1 : 73 Simplified flow diagram for open-air Q TEST .........coiiiiiiiiiiiiieie ettt 119
Figure 7.2.6.1 : 74 Implementation of how t0 MEASUIE ING FESPONSE . ...eruveruverueertieiieiieiieeteenteenteeteetesieesieesieenteeneeeneesseesseens 121
Figure 7.2.6.1.0.1 : 75 bias ping CONTIGUIATION . ...coruiiitieiieiieiieet ettt ettt et ettt e st e b e bt e be e s beseeesaeenbee bt emteeneesneenneans 122
Figure 7.2.6.4.2 : 76 PRx replaced before the movement timer expires to prevent false fo flag . .........coccovciiiiiiiiiiiiiniincn, 124
Figure 7.2.7 : 77 Example of q-deflection profile when Prx is approaching ptx . .......cccceceeierienieniniiie e 126
Figure 7.3.4.2 : 78 Eco-System Scaling DIQGIAM .........ccoeiiiiiiiiiiieiieeee ettt sb ettt st s e et e bt et eentesaeenaeans 133
Figure 7.3.5 : 79 Linear fit error for coil and friendly metal losses. The resistances Rtx and Rrx represent the free-air coil

resistances at the SWItChING fTEQUETICY. . .....oouiiiiiiiiiiiei ettt ettt e b et e e b e 134
Figure 7.3.6 : 80 MPLA estimation error for P FO grows monotonically away from origin. . ........c.ccocevenerenienenencnenenn 135

Figure 7.3.7.2 : 81 15W PFO error distribution with and without FO at 85° critical heating radius (scenario 2: Q-test does

(6 1S ETo1 A 1 Lo T O ) TSRS STUUSURPRE 137
Figure 7.3.7.2 : 82 10W PFO error distribution with and without FO at 70° critical heating radius (scenario 1: Q-test detects

FO) etttk etk etk a ekt a etk a et ekt e et ekt a etk a st et na et na et etenaenees 137
Figure 7.3.8.1 : 83 Recommended flowchart for PTX FOD aCtiON. . .....cccooiiiiiiiiiiiinieneneeeeceeeee et 139
Figure 7.3.10.3 : 84 PRx Compliance Test pFO DiIStrIDULION ......ccuvervieriiiiiiiieiieiiesie ettt eseevesaeseeesaeesseesseesseesaesseens 145
Figure 7.3.10.5 : 85 Compliance Test Ppr shift explanation for Scenario 2 (15W) ....ccivciieiirienierieecee e 147
Figure 8.2.1.1 : 86 Comparison of PTx current with and without SHO . .......ccccciiiiiiiiiiiiiieeee e 150
Figure 8.2.1.2 : 87 System Model SHO detection fIOWCRAIT . .........cciiiiiiiiiiiiieeeee e 151
Figure 8.2.1.3 : 88 System Model SHO mitigation flOWCRArt . ..........cccooiiiiiiiiiiiice e 152
Figure 8.3.1 : 89 Simulation based power acCOUNtING flOW ......ceevieriiiiiiiiiiieiieceeit ettt see e ebeesseessessaesseens 154
Figure 8.3.1 : 90 Loss-Split POWer ACCOUNTING FIOW ...c..ocvieiiiiiiiieiieiecie ettt eesaeesbe s e esneesaenseens 154
Figure 8.3.2 1 91 Standard T-IMOGEl .......cc.eiuiiuiiieieieie ettt sttt a et e e bbbt bt beese et e e ebe e 155
Figure 8.3.2 1 92 LoSS=SPLt T-IMOGEL . ...c.eiiuiiiiiiieiieieee ettt ettt e e et e et e bt bbbt e st et e e ete e 155
Figure 8.4.2 : 93 Mutual Resistance Model at @ Single FIEQUENCY ......cceioviiiiiiiriieiieiieieetieteeie et sreens 159

Figure 8.4.3.2 : 94 Non-linear B-H curve introduces phase offset between PTx current and the integral of PRx induced
voltage, where the out-of-phase component is captured by mutual reSiStance . ..........ecceeeerreerierieriere e 161

Figure 8.4.4 : 95 Example values of Kr measured with a mated MPP PTx/PRX coil sample .........ccceceveeirienienieiineeiees 162



IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025 -13-

List of Tables
Table 4.2.1.3 : 1 Mechanical dimensions for the coil module of the PTx coil system model ............cccoevierienieiiiiiiiieiee, 23
Table 4.2.1.5 : 2 Magnetic field specifications for MagNet ArTaY ...........ceccverieriieiieieie ettt sae e seeeeeenes 26
Table 4.2.1.7 : 3 Mechanical dimensions for the bottom enclosure of the PTx coil system model ..........cccceevveviircierceenrennnn 28
Table 4.2.1.8 : 4 Assembly dimensions of PTx coil system model . ..........cocieiiiiiiiiiiiienicee e 29
Table 4.2.1.9.1 : 5 Flux density at 0.85mm from PTx orientation magnet SUIface .........c..coceverererieriinienenineneeeeeeeeeneees 31
Table 4.2.2.1 : 6 Electrical Parameters of the PTx Coil System Model in Free-Air ........ccooieviieciieienienieeeie e 32
Table 4.3.1.4 : 7 Assembly specifications of coil module for the PRx coil system model . ........ccccecuevvivininininicniiencniincnene, 36
Table 4.3.1.4 : 8 Mechanical specifications of the PRx coil system model ..........c..ocevieriiiiinieiieeeeeee e 38
Table 4.3.1.5 : 9 Magnet properties of the PRxX coil system model . .........ccoooieiiiiiiiiiieieeeee e 39
Table 4.3.1.7 : 10 Assembly specifications for the PRx coil system model . ........c..ccevvieriiiieiieiicieeeeeee e 42
Table 4.3.1.7 : 11 Mechanical dimensions 0f SUPPOTE PLALE .......c.eecuerieriieriieiieieeie ettt ettt besaeseesreeseeeneeenes 42
Table 4.3.2.1 : 12 Electrical Parameters of the PRx Coil System Model in Free-Air .........cccoevveciiriinienieneeieee e 42
Table 4.4.1 : 13 Mated electrical parameters (Test case: 1=0, Z=0 MIM) . .....ccoeviiiiiiiieiiieriei et 43
Table 4.4.1 : 14 Mated electrical parameters (Test Case: 1=2, Z=2 MIM) . .....cceevierrierierieniierieie e eeeseee e esseesesaesaesseesseenseenes 43
Table 5.2.1.1 : 15 PRx series tuning CONTIZUIALION ........ccecieriieriieiieieeiesiiesieeteeee e ste st eseesseessesssesssesseeseesesnsesnsesseesseenseenes 59
Table 5.2.1.4 : 16 PRx electrical properties (SYStem MOAEL) . .......ccueeiiiieiiiiiieieeie ettt 64
Table 5.3.1.2 : 17 PTx power stage capacitor switches CONnfiguration .............cccoevueroieriierienieieie ettt 67
Table 5.3.1.3 : 18 PTx electrical properties (system model), during power transfer . ............coccvecveeiirienienieneee e 67
Table 6.3.2.1 : 19 Selection Of MOD _BASE .......oooiiiieieiteeeeeete ettt et ettt ta e te e bt eseessesnaesneesseenseenseensesssenseans 111
TaDIE 7.2.4 1 20 GLOSSATY . ..oeuvieeiieiieeiieeiiete et et eteste et et esteeete et aesseesseenseassesseesseesseanseenseasseassesaenseenseensesnsesaeenseanseenseansenssenseans 120
Table 7.3.2.3 : 21 Eco-System Parameter REPreSentation . ..........cccvevieriieiiiriieiierieieeieeie ettt ieete e seesaeeseenseensessaesseens 130
Table 7.3.4.1 : 22 Eco-System scaling terms exchanged between PTx and PRX at Startup ........c..ccccocevirencncniencncnenenenn 131
Table 7.3.7.1 1 23 MPLA SCENATIOS ....evevueruiiiieiieitiienteete sttt ettt ettt sttt et et ettt be bbbt bt et et et st e s bt s bt ebeeseest et eneenbenee 136
Table 7.3.10.2 : 24 Measurement Error Calculation for Scenario 1 (10W) and Scenario 2 (15W) . ..oceeiiciriinieiieeeiees 143

Table 7.3.10.3 : 25 pFO Error Budget CalCulation ............ccoccueeieriieriieieeie ettt et eete st et esessesaesneesseenseenseensessaenseens 144



-14 - IEC 63563-10:2025 © |IEC 2025

1 General Description

1.1 Introduction

1.1.1 Scope

This specification defines MPP (Magnetic Power Profile), an extension to Qi v1.3 BPP (Baseline Power Profile).
Manufacturers can use this specification to implement PTx and/or PRx that are interoperable.

1.1.2 Document organization

The MPP (Magnetic Power Profile) Specification is organized as these documents:

1. MPP System Specification (this document)
2. MPP Communications Protocol
Specification

MPP is an extension of the Baseline Power Profile (BPP) and utilizes some (but not all) features defined in the Extended
Power Profile (EPP). Where relevant, refer to the Qi v2.0 Specification.

1.1.3 Design goals

Magnetic Power Profile (MPP) is an interface which allows for:

Never missing the sweet spot - ease of attach through ring of magnets

Ecosystem of powered and unpowered accessories

Conveniently using your device while charging

Delivering high power (15W) safely

Preventing interference with vehicle key fobs without regulatory issues by operating at 360 kHz

Compatibility with Qi 2.0 BPP products and maintaining near-parity backward compatibility with Qi 1.x BPP
products

Sweet spot

The goal for MPP is to enable a new wireless charging experience for users where they will never miss the charging "sweet
spot" and can consistently, efficiently, and safely charge their devices at high power. To achieve accurate alignment between
the PTx and PRx coils, a circular array of magnets has been added that surround the coils. The magnetic alignment provides
tactile feedback to the user guiding accurate placement even in the case where the user isn't directly looking at the PTx.

Conveniently, the magnetic attachment enables users to use their device while it is charging and greatly simplifies docking
functionality.

Magnet array

The magnet array has been carefully designed so that it can coexist with the wireless power transfer system to deliver high
power transfer at high efficiency. Figure 2.1.3: 1 shows the multipole magnet design that tightly couples strong permanent
magnetic fields within the region of the magnet array, keeping most of the strong fields away from the magnetic shielding
material of the power transfer coils.

Because of the consistent accurate alignment, the magnetic state-space that the system must be designed to work across is
reduced. Figure 2.1.3: 2 shows data from a study where 99.9% of placements aligned the PTx and PRx within a 2mm radius

!, By reducing the state-space, the design of features like foreign object detection is simplified.

! The placement study used a case with integrated magnets as shown in Figure 2.1.3:
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Benefits

The benefits of MPP also extend further than just wireless charging: it enables an ecosystem of powered and unpowered
accessories. Because of the convenience of magnetic attach, it is expected that a new category of portable charging products
will arise, and with this in mind, MPP has been designed to ensure that charging at 360 kHz will not cause interference with
vehicle key fobs. All these benefits and experiences have been enabled in MPP while also being compatible with Qi 2.0 BPP
and having nearly 100% backwards compatibility with Qi 1.x BPP.

Figure 2.1.3: 1 Multipole magnet design that tightly couples strong permanent magnetic fields within the region of
the magnet array .
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Figure 2.1.3: 2 Accurate magnetic alignment within a 2mm radius (without case and with silicone case).
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1.1.4 BPP and MPP interoperability

Backward compatibility with PRx or PTx that do not support MPP is achieved by operating in BPP at up to 5 W:
e  MPP PTx support operation as a BPP PTx (i.e., 5 W)
e  MPP PRx support operation as a BPP PRx (i.e., up to 5 W)

To support both MPP and BPP, the system uses dynamic re-tuning. Dynamic re-tuning is achieved by switching appropriate
capacitors in series with the Primary Coil in the PTx, and the Secondary Coil in the PRx.

Compared to BPP, this requires:

e For PTx: two additional capacitor values and two switches (e.g., MOSFETs)

e For PRx: one additional capacitor value and one switch
The magnet array resolves the problem of magnetic flux density in Shielding materials reaching saturation (associated with
the deprecated magnetic alignment feature in Reference Designs A1, A5, A9). See § 4.2 PTx Coil System Model and § 4.3
PRx Coil System Model .

The deprecated magnetic alignment feature is described in Qi v1.2.2 Pt 4, Sec 2 Overview:

“NOTE Power Receivers that use thin magnetic Shielding have been found to experience reduced performance on Power
Transmitters that contain a permanent magnet in or near the Active Area. Such Power Receivers may exhibit, for example,
less positioning freedom and/or a longer charging time. For this reason Power Transmitter designs A1, A5, and A9 have
been deprecated as of version 1.2 of the Qi Power Class 0 Specification.”

For BPP PRx that implements Shielding with a low saturation property, the magnet array in an MPP PTx can cause
saturation. Such combinations of MPP PTx and BPP PRx can exhibit sub-harmonic oscillation. A solution for this is
described in § 8.2 Mitigation of Saturation for BPP .
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION QI VERSION 2.0 -

Partie 10: Spécification du systéeme MPP

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de
I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'I[EC a pour objet de favoriser la
coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de I'électricité et de
I'électronique. A cet effet, I''EC — entre autres activités — publie des Normes internationales, des Spécifications
techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés
"Publication(s) de I''lEC"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent également aux travaux. L'I[EC collabore étroitement avec
I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC intéressés sont
représentés dans chaque comité d'études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles
par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC s'assure de I'exactitude
du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de I'éventuelle mauvaise utilisation
ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la mesure
possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales et régionales.
Toutes divergences entre toutes Publications de I'l[EC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes
doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent
des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de conformité de I'lEC. L'IEC
n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y
compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de I'lEC, pour tout
préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit,
directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la
publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est
accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'IEC attire I'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entrainer l'utilisation d'un ou de
plusieurs brevets. L'l[EC ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a I'applicabilité de tout droit de brevet
revendiqué a cet égard. A la date de publication du présent document, I'lEC n'a pas regu notification qu'un ou plusieurs
brevets pouvaient étre nécessaires a sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la mise
en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de
données de brevets, disponible a I'adresse https://patents.iec.ch. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié tout ou partie de tels droits de propriété.

L'IEC 63563-10 a été établie par le Domaine Technique 15: Wireless Power Transfer, du comité
d'études de 'IEC 100: Systémes et équipements audio, vidéo et multimédia. Il s'agit d'une Norme
internationale.

Il est basé sur la Spécification Qi version 2.0, Spécification du systeme MPP et a été soumis en tant
que document Fast-Track.

La présente version bilingue (2025-07) correspond a la version anglaise monolingue publiée en
2025-02.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.

La langue employée pour I'élaboration de cette Norme internationale est I'anglais.
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La structure et les regles éditoriales utilisées dans cette publication reflétent la pratique de
I'organisation qui I'a soumise.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par I'lEC sont
décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications/.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de I'lEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document
recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,
e supprimé, ou

e révisé.


https://www.iec.ch/members_experts/refdocs
https://www.iec.ch/publications/
https://webstore.iec.ch/?ref=menu
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes a la date
de publication, mais elles sont fournies "en I'état” et peuvent contenir des erreurs. Le Wireless
Power Consortium ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant le présent
document et son contenu, y compris toute garantie de titre, de propriété, de qualité marchande ou
d'adéquation a une utilisation ou un objectif particulier. Ni le Wireless Power Consortium, ni
aucun membre du Wireless Power Consortium ne pourra étre tenu responsable des erreurs
contenues dans le présent document ou des dommages, y compris indirects ou consécutifs,
résultant de I'utilisation ou de la confiance accordée a la justesse du présent document. Pour toute
explication complémentaire sur le contenu du présent document, ou en cas d'incohérence ou d'ambiguité

d'interprétation pergue, contacter : info@wirelesspowerconsortium.com..

HISTORIQUE DE LA PUBLICATION

Version de la
spécification

Date de
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April 2023
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1. Description générale

1.1. Introduction

1.1.1 Domaine d'application

Cette spécification définit le MPP (Magnetic Power Profile), une extension du BPP (Baseline Power Profile) de Qi v1.3. Les
fabricants peuvent utiliser cette spécification pour mettre en ceuvre des PTx et/ou PRx interopérables.

1.1.2 Organisation des documents

La spécification MPP (Magnetic Power Profile) est organisée sous la forme de ces documents :
1. Spécification du systéme MPP (présent document)
2. Protocole de communication MPP
Spécification du protocole de communication

Le MPP est une extension du profil de puissance de base (BPP) et utilise certains (mais pas tous) des phénoménes définis dans le
profil de puissance étendu (EPP). Le cas échéant, se référer a la spécification Qi v2.0.

1.1.3  Objectifs de la conception

Le profil de puissance magnétique (MPP) est une interface qui permet :

Ne manquez jamais le point idéal - facilité de fixation grace a I'anneau d'aimants

Ecosystéme d'accessoires alimentés et non alimentés

Utilisation pratique de votre appareil tout en le chargeant

Fournir une puissance élevée (15W) en toute sécurité

Prévenir les interférences avec les porte-clés des véhicules sans problémes réglementaires en fonctionnant a 360 kHz
Compatibilité avec les produits Qi 2.0 BPP et maintien d'une rétrocompatibilité quasi parfaite avec les produits Qi 1.x
BPP

Point d'ancrage

L'objectif de MPP est de permettre aux usagers de vivre une nouvelle expérience de charge sans fil, ou ils ne manqueront jamais
le "sweet spot" de charge et pourront charger leurs appareils de maniére cohérente, efficace et stire a haute puissance. Pour
obtenir un alignement précis entre les bobines PTx et PRx, un réseau circulaire d'aimants a été ajouté autour des bobines.
L'alignement magnétique fournit un retour d'information tactile a I'usager, le guidant vers un positionnement précis, méme dans le
cas ou l'usager ne regarde pas directement le PTx. Pratique, I'attache magnétique permet aux usagers d'utiliser leur appareil
pendant qu'il se recharge et simplifie grandement la fonctionnalité de la station d'accueil.

Réseau d'aimants

Le réseau d'aimants a été soigneusement congu pour pouvoir coexister avec le systéme de transfert d'énergie sans fil afin d'assurer
un transfert d'énergie élevé a haut rendement. Figure 2.1.3 : 1 montre la conception de I'aimant multipolaire qui couple
étroitement les champs magnétiques permanents puissants dans la région du réseau d'aimants, en ¢éloignant la plupart des champs
puissants du matériau de blindage magnétique des bobines de transfert d'énergie.
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Grace a l'alignement précis et constant, 1'espace d'état magnétique dans lequel le systeme doit étre congu pour fonctionner est
réduit. Figure 2.1.3 : 2 montre les données d'une étude ou 99,9% des placements ont aligné les PTx et PRx dans un rayon de
2mm* La réduction de 'espace d'état permet de simplifier la conception de phénomenes tels que la détection d'objets étrangers.

Avantages
Les avantages du MPP ne se limitent pas a la recharge sans fil : il permet de créer un écosysteme d'accessoires alimentés ou non.
En raison de la commodité de la fixation magnétique, une nouvelle catégorie de produits de recharge portables devrait survenir.
Dans cette optique, le MPP a été congu pour assurer que la recharge a 360 kHz ne provoque pas d'interférences avec les porte-clés
des véhicules. Tous ces avantages et expériences ont été rendus possibles par le MPP, tout en étant compatible avec le Qi 2.0 BPP
et en présentant une rétrocompatibilité de prés de 100 % avec le Qi 1.x BPP.

Figure 2.1.3 : Conception d'aimants multipolaires qui couplent étroitement des champs magnétiques
permanents puissants dans la région du réseau d'aimants.

Rx = >

case module T & e
charge throug L

case

o T |

M = \ . Tx module

Anglais Francais
case module module de cas
(charge through) (charger a travers)
case cas
Tx module Module Tx

! L'étude de placement a utilisé un boitier avec des aimants intégrés, comme le montre la Figure 2.1.3 :
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Figure 2.1.3 : 2 Alignement magnétique précis dans un rayon de 2 mm (sans étui et avec étui en
silicone).
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1.1.4 Interopérabilité des BPP et MPP

La rétrocompatibilité avec les PRx ou PTx qui ne prennent pas en charge le MPP est assurée par le fonctionnement en BPP & une
puissance maximale de 5 W :

e MPP PTx : fonctionnement en tant que BPP PTx (c'est-a-dire 5 W)
e Les MPP PRx peuvent fonctionner comme des BPP PRx (c'est-a-dire jusqu'a 5 W).

Pour prendre en charge a la fois le MPP et le BPP, le systéme utilise un réajustement dynamique. Le réaccord dynamique est
obtenu en commutant des condensateurs appropriés en série avec la bobine primaire du PTx et la bobine secondaire du PRx.

Par rapport au BPP, cela nécessite :

e Pour PTx : deux valeurs de condensateur supplémentaires et deux commutateurs (par exemple, MOSFET).
e  Pour PRx : une valeur de condensateur supplémentaire et un commutateur.

Le réseau d'aimants résout le probléme de la saturation de la densité du flux magnétique dans les matériaux de blindage (associé
au phénomeéne d'alignement magnétique déconseillé dans les modeles de référence Al, AS, A9). Voir § 4.2 Modele de systeme
de bobine PTx et § 4.3 Mod¢le de systéme de bobine PRx .

Le phénomene d'alignement magnétique Déconseillé est décrit dans Qi v1.2.2 Pt 4, Sec 2 Overview :

"NOTE Les réecepteurs de puissance qui utilisent un blindage magnétique fin se sont révélés présenter des performances réduites
sur les éemetteurs de puissance qui contiennent un aimant permanent dans ou a proximité de la zone active.. Ces récepteurs de
puissance peuvent présenter, par exemple, une liberté de positionnement moindre et/ou un temps de charge plus long. Pour cette
raison, les modeles d'émetteurs de puissance A1, A5 et A9 ont été Déconseillés a partir de la version 1.2 de la spécification Qi
Power Class 0."

Pour les BPP PRx qui mettent en ceuvre un blindage avec une faible propriété de saturation, le réseau d'aimants dans un MPP
PTx peut provoquer une saturation. De telles combinaisons de MPP PTx et de BPP PRx peuvent présenter une oscillation sub-
harmonique. Une solution a ce probléme est décrite dans § 8.2 Atténuation de la saturation pour le BPP .





